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HEMORIA DESCRIPTIVA
que se presenta para unir a la solicitud de
PATENTE DE INVENCION
formulada el ; de Julio de 1966 con el n@ 328.792
en '
ESPANA
por VEINTE afios
a nombre de NATIONAL SENICONDUCTOR CORPORATION, entidad nor-
teamericana, establecida en Danbury, Connécticut, Estados
Unidos de América, por:

"APARATO PARA EMPLEAR EN LA FABRICACION DE DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES"

La presente invencidn se refiere a la manufactura
de dispositivos semiconductores eléctricos y, mds particular-
mente, 2 un aparato para emplear en el desarrollo del método
de produccidn en cadena de dispositivos semiconductores des—

critos y reivindicados en la patente espafiola mimero 318.263.
La invencidn consiste en un aparato para emplear en
la fabricacidén de dispositivos semiconductores, que comprende
medios para guiar una superficie adhesiva sensible a la pre-
sién de una cinta adhesiva a contacto con componentes de di~

chos dispositivos semiconductores, medios para espaciar cada
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uno de dichos componentes entre s{ en una cantidad predeter-
minada, medios de presidn para presionar cada uno de dichos
componentes contra dicha superficie sensible a la presidn,

y medios para mover dicha cinta a través de dicho aparato
longitudinalmente.

Con objeto de que la invencidn pueda ser entendida
més fédcilmente, se hard ahora referencia a los dibujos ad-
juntos, en los cuales:

La figura 1, es una vista esquemdtica parcial que
ilustra el método y sistema de manufactura de un semiconduc—
tor descritos en la patente antes mencionada y que ilustra
también un producto de transistor t{pico en varias etapas de
su fabricacidng

La figura 2 es una vista en perspectiva arrancada
parcialmenfe de la mdquina encintadora y aplanadora mostrada
esquemdticamente en la figura 1 y construfda de acuerdo con
la presente invencidng

La figura 3 es una vista en seccidn transversal
arrancada parcialmente dada a 1o largo de la linea 3-3 de
la figura 2;

La figura 4 es una vista aumentada de una parte de
la estructura mostrada en la figura 3;

La figura 5 es una vista en seccidn transversal
arrancada parcialmente dada a lo largo de la linea 5-5 de
la figura 2;

La figura 6 es una vista en alzado lateral arran—
cada parcia;mente de la estructura mostrada en la figura 5;

Vs

la figura 7 es una vista aumentada de una parte de

la estructura mostrada en la figura 6.
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c¢ién de semiconductores se ha ilustrado en la figura 1. Zn
la esquina inférior derecha de la figura 1 se han representa
do diversos transistores "moldeadog" 30 producidos por el
método y el sistema ilustrados en la figura 1. Los tran-
sistores moldeados 30 sbélo representan un ejemplo de una di-
versidad de dispositivos semiconductores que pueden ser fa-
bricados de acuerdo con el presente invento.

Como se ha ilustrado en la parte izquierda de la
figura 1, hilos conductores eléctricos 32 son alimentados a
una miquina encintadora y aplanadora 34 que dispone los hi-
los en grupos paralelos tales como los grupos 36, 38 y 40,
cada uno de los cuales incluye tres hilos paralelos 32. ILa
miquina encintadora encinta luego los hilos juntos por sus
extremos y forma dreas aplanadas para soportar conexiones
de electrodo y dados de semiconductor. La estructura indi-
cada por la flecha de trazos 42 es una parte del producto
terminado de la méquina encintadora 34.

Pasando ahora a explicar el procedimiento de en-
cintado y aplanamiento con mayor detalle, después que los
hilos conductores han sido dispuestos en grupos 36, 38 y 40,

se aplican cuatro tiras 44, 45, 46 y 47 de cinta adhesiva

‘sensible a la presidn, a los extremos de los hilos 32 para

asegurar juntos y formar una correa transportadora sumemente
conveniente y ventajosa de la cual los propios hilos con-
ductores constituyen un componente estructural.

Cada hilo conductor 32 estd hecho preferiblemente
de un metal ferroso tal como el gue se vende bajo la marca
comercial "Kovar", con un revestimiento delgado de oro sobre

su superficie exterior. Cada una de las tiras de cinta ad-
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de respaldo de tela flexible no conductora tal como fibra de
vidrio con un revestimiento adhesivo sensible a la presidn
sobre una superficie. Puede usarse cualquier tela flexible
que se desee como respaldo para la cintaj; no obstante, el ma-
terial de respaldo es preferiblemente flexible, es relativa-
mente mal conductor del calor y de la energia eléctrica, y no
se expande ni se contrae mmcho para grandes variaciones de
temperatura; Ademds, el material no debe absorber fécilmen-
te la humedad, y nd debe deformarse ni deteriorarse al ser
sometido a temperaturas moderadamente elevadas. Una tela te-
jida hecha de fibra de vidrio cumple admirablemente con tales
requisitos. No obstante, otras telas tejidas y sustancias sé-
lidas tales como pldsticos orgdnicos son adecuados para uso co
mo materiales de respaldo;

E1l adhesivo debe ser tal que no se adhiera a los hi-
los conductores metdlicos cuando se tira de los hilos para
soltarlos de las tiras de cinta. Ademds, el adhesivo debe
ser capaz de soportar temperaturas moderadamente elevadas sin
deterioro. Los adhesivos a base de silicona han demostrado
cumplir satisfactoriamente con tales requisitos; Una cinta
especifica que se ha comprobado ser adecuada la vende bajo la
marca comercial y la designacidn de cinta "Vernon Black Wizard
615" la Vernon Chemical and Manufacturing Co., Lount Vernon,.
Nueva York.

Iuego que los hilos son encontados juntos, la mé-
quina encintadora y apalnadora 34 aplana dos dreas 48, 49 6
50 sobre cada uno de los tres hilos en cada grupo de hilos.
Esas dreas aplanadoras se han previsto para facilitar la

unidn de obleas o "dados" semiconductores e hilos de electro—
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- do a los hilos conductores 32, para evitar quéﬁlos hilos

giren en los cuerpos moldeados del transistor y para otros
fines que se describirdn en lo que sigue.

A continuacidn, la estructura de cinta compuesta
de hilos conductores aplanados y encintados juntos es enro-
llada en un carrete de almacenamiento 52. Cuando el carre—
te estd lleno, o cuando la cinta que lleva un mimero prede-
terminado de hilos conductores es enrollada sobre el ca-
rrete, se corta la cinta, dejando asi una longitud defini-
da de cinta sobre el carrete; 1luego se retira el carrete
52 de la mdquina y o bien se transporta directamente a una de .
una pluralidad de méquinas de unién de dado 54, o bien se al-.
macena para su uso futuro.

Cuando el carrete 52 estd colocado en una miquina
de unidn de dado 54, se desenrolla la cinta del carrete y se
une cada una de un par de obleas o "dados" semiconductores
56 a una de las partes aplanadas 49 del hilo central de ca-
da grupo de tres hilos. Ia flecha de trazos 58 ilustra el
producto acabado de cada miquina de unién de dado 54. Cada
dado 56 es preferiblemente una oblea de silicio u otro ma~
terial semiconductor tratado mediante técnicas usuales con
objeto de formar una oblea usual de transistor de doble di-

fusidn, La superficie inferior de cada oblea forma su

. electrodo colector y estd asegurada en contacto Shmico con

una parte aplanada 49 del hilo conductor central mediante
técenicas de aleacidn de oro y silicio. La oblea 56 tie~-
ne contactos Shmicos formados sobre su superficie supe-
rior antes de su unidn a la parte aplanada 49;

E1l producto de cinta con dado unido de la mé-

quina 54 es enrollado sobre un carrete de almacenamiento
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se necesite, o bien se entrega inmediatamente a una de una
pluralidad de mdquinas 62 de ligadura de hilo conductor de
electrodo.

Cada mdgquina de unir 62 produce el producto semi-
conductor encintado ilustrado mediante la flecha de trazos
64 . Se conectan hiloé extremadamente delgados de oro 66,
mediante técnicas normales de unidn mediante calor y compre—
sién, entre o bien el emisor o bien el contacto Shmico de
base de la oblea semiconductora 56 y la parte aplanada 40 &
50 de uno de los hilos exteriores de cada grupo de tres hi-
los, formdndose asi conexiones de electrodo dhmicas con los
hilos conductores del dispositivo semiconductor. EL produc-
to de cada mdquina de unidn 62 es almacenado sobre un ca-
rrete 68 el cual, o bien se almacena, o bien se transporta in
mediatamente 2 una mdquina de limpieza %O;

La méquina de limpieza 70 limpia por pulvefiza—
cién y seca los trensistores y, si se desea, los recubre
cin un revestimiento anticontaminante. ILa tira de estruc-
ture de transistor limpia es almacenada sobre un carrete
/2 el cual, o bien se almacena, o bien se entrega inme-
digtamente a una de una pluralidad de mdquinas de moldeo
T4.

En cada mdquina de moldeo 74 es moldeado un cuer-
po de pldstico 76 con objeto de encapsular cada una de las
dos estructuras semiconductoras de cada grupo de tres hi-
los conductores. De esta manera se forman dos transisto-
res separados 30 en cada grupo de tres hilos. Las "reba-
bas" 78 de material pldstico de moldeo que quedan del pro-

cedimiento de moldeo son luego retiradas de los transisto-
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res, y se secan las secciones de hilo conductor entre los
cuerpos de -transistor 76 de cada grupo de tres hilos para
formar dos tiras de transistores acabados tales como 1los
representados en la esquina inferior derecha de la figura
1. Esos transistores pueden ser luego convenientemente en-
sayados mientras estdn todavia encintados juntos, y pueden
ser enviados al cliente en ese mismo estado. As{, la es-
tructura de cinta proporciona una correa flexible para trans
portar partes semiconductoras entre puestos de montaje, pa-
ra situar las partes en el puesto, para almacenamiento con-
veniente de las partes cuando se desea almacenarlgs Yy para
el envasgse de los dispositivos una vez terminados.

Los transistores moldeados 30 producidos por el
método y el sistema descritos anteriormente son bien cono-~
cidos en la técnica anterior. No tienen un costoso colec-
tor o envuelta metdlica como los transistores usuales, ¥y es-
t4n destinados principalmente para su uso en dispositivos co-
merciales para los que existe una fuerte competencia de pre~
cios y de costes., Se usan transistores moldeados en tales
aplicaciones principalmente a causa de su bajo coste; por
tanto, es sumamente importante, hacer minimos los costes de
fabricacidn de tales transistores.. El método y el sistema
de producecidn en serie satisfacen admirablemente ese regui-

sito en cuanto al coste. Disminuye muy sustancialmente

‘los costes de fabricacidn de tales dispositivos, sin dejar

de proporcionar un producto de gran calidad.

El método y el sistema anteriormente descritos tie
nen otras muchas ventajas. El uso de la estructura de co-
rrea encintada desde el principio al final del procedimien-

to de fabricacidn simplifica y acelera considerablemente el
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procedimiento. Hace minima la2 cantidad que se necesita de
tiempo de transporte entre puestos sucesivos de fabrica-
cién, y permite que el operario experto se concentre casi
exclusivamente en la produccidén de dispositivos, aumentan
do asi considerablemente la produccidn de cada operario

y disminuyendo los costes por mano de obra.

Por otra parte, la velocidad de pfoduccidn de ca-
da mdquina segin el sistoma es casi totalmente independien-
te de la velocidad de cualquier otra migquina en la linea de
produccidn. Tllo da lugar a otras diversas ventajas. Si se
averia una de las miltiplas mdquinas del é&istema, las demds
mdquinas no estardn obligadas a pararse. Asi, sélamente
un obrero queda inactivo por rotura de una mdquina del
sistema. La produccidén de las mdguinas que preceden a
la miquina averiada puede ser almacenada hasta repararse
la méquina averiada y reanudarse la produccidn.

Otra ventaja importante es que el mimero total
de miquinas de produccidn requeridas por el sistema és mf-
nimo. Por ejemplo, en la figura 1 se ha ilustrado sdélamen—
te una méquina encintadora y aplanadora que se usa con seis
méquinas de unidn de dado, tres méquinaé de unidn de hilo
conductor, une méquina de limpieza y dos mdquinas de moldeo.
Por consiguiente, no se necesita una mdquina independiente
encintadora y aplanadora para cada méquina de unién de dado,
ya que la méquina encintadora es suficientemente rédpida pa-
ra suministrar a todas las mdquinas de unidn de dado, y el
sistema de almacenamiento del carrete hace fdcil y rdpida
la distribucidén a las mdquinas de unidn de dado. Dado que

el procedimiento de unidn de hilo de electrodo lleva tipica-

mente menos tiempo que la operacidn de unidn de dado, sdla-
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mente se requieren tres mdquinas de unidn, y el método de
almacenamiento en carrete hace adends que la distribucidn
sea tarea sencilla. Andlogamente, sélamente se requieren
una méquina de limpieza y dos mdquinas de moldeo para manipu-
lar con el producto de las seis méquinas de unidn de dado.
Siendo por tanto minimo el mimero de mdquinas requeridas, se
hace igualmente minimo el mimero y el coste del sistema de
fabricacién. Debe entenderse, sin embargo, que los mime-
ros relativos especificos de miquina representados en la
figura 1 se han dado simplemente a manera de ejemplo ¥y no
tienen por que ser necesariamente representativas de los mi-
meros relativos que realmente se usardn.

El uso de la cinta y de los métodos de encintado
anteriormente Gescritos para producir transistores moldea-
dos tiene numerosas ventajas. Por ejemplo, ademds de te-
ner las ventajas anteriores, es posible producir dos tran-—
sistores simultdneamente sobre un juego de hilos conducto-
res, proporcionando as{ un ritmo de produccidn sustancial-
nente superior al de los deméds sistemas. La baja conducti-
vidad térmica y eléctrica de la cinta acelera la fabricacidén
¥y simplifica el ensayo de los dispositivos, mientras que el
bajo fegimen de dilatacién térmica de la cinta facilita con-

siderablemente el moldeo en grupo de los transistores.

MAQUINA LNCTIHNTADORA Y APLANADORA

En las figuras 2 a 7 se ha ilustrado con detalle
la mdquina encintadora y aplanadora %. Refiriéndonos a la
figura 2, los hilos conductores 32 a ser encintados juntos
son alineados en ranuras en la superficie circunferencial

de una rueda de alimentacidn y alineacidn 80: ILos hilos son
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® h
alineados y encintados juntos sobre la rueda 80, y la rueda

alimenta la estructura de cinta a través de la mdpina.

Refiriéndonos especialmente a la figura 5, la rue-
da de alimentacidn 80 comprende un cuerpo principal metdli-
co 84 que estd asegurado a un 4rbol de accionamiento 86, El
cuerpo principal 84 tiene rebajos 88 y 90 que se extiendem
circunferencialmente a lo largo de sus bordes y tiene pla-
cas anulares 92 y 94 aseguradas a sus costaﬂos con sus bor-~
des extendiéndose hacia fuera mds 2ll4 de lés superficies
rebajadas 88 y 90 para formar estrias rectangulares en los
bordes de las ruedas. En la rueda se ha prbvisto una es-
tria circunferencial situada centradamente, y en la estria
va asegurada una tira rectangular 96 de material flexible
magnetizado permanentemente. La superficie mds superior
de la tira magnética 96 estd en aproximadamente el mismos
plano que las superficies 83 y 90.

Des aristas circunferenciales 98 y 100 estdn situa~
das a los lados del rebajo central en la superficie circun-
ferencial de la estructura de rueda 84. In las aristas 98 y'
100 hay cortadas una pluralidad de ranuras para recibir hi-
los; Las ranuras 82 estén dispuestas en grupos de tres, y
los grupos adyacentes estédn separados entre si sobre la su-
perficie de la rueda por un arco que subtiende un dngulo
de unos seis grados. Como se aprecia mejor en la figura f,
los bordes en la entrada de cada ranura 82 estdn biselados
para facilitar la insercidn de los hilos conductores 32 en
ellos. La distancia entre las caras opuestas de las placas
laterales 92 y 94 se ha hecho ligeramente superior a la
longitud de los hilos conductores. Por tanto, las placas

proporcionan cierta alineacidn de los extremos de los hilos
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Refiriéndonos de nuevo a la figuré"é, las cuatro
tiras de cinta adhesiva 44-47 son suministradas desde una
estructura inferior 102 suministradora de cinta y una estruc-
tura superior 104 suninistradora de cinta. En cada una de
las suministradoras de cinta 102 y 104, dos rollos de cinta
adhesiva sensible a la presidn del tipo anteriormente des-
crito estdn montados para rotacidn sobre una estructura de
soporte. Una estructura de freno 106 proporciona resisten~
cia a la rotacidn de los rollos de cinta a fin de mantener
tensidn en las tiras de cinta a medida que estas son des~
enrolladas desde los rollos.

Las tiras de cinta 45 y 47 son desenrolladas y
dispuestas, respectivamente, en rebajos 88 y 90 en la rueda
de alimentacidén 80, con sus superficies adhesivas mirando ha-
cia fuera. La distancia entre los fondos de las ranuras 82
para recibir hilos y las superficies rabajadas 88 y 90 estd
previamente ajustada para que los extremos de los hilos
conductores 32 estén préximos a o tocando con las superfi-
cies adhesivas de las tiras de cinta 45 y 47 cuando 10s hi-
los descansan sobre los fondos de las ranuras 82.

Bl operario de la méquina encintadora coloca ios
hilos conductores 32 en las ranuras 82 en una posicién pré-
iima a la parte superior de la rueda 80. Cada hilo conduc-
tbﬁ, que tiene un micleo ferroso, es mantenido firmemente
en'su posicibn y se tira de 81, para llevarlo a contacto con
las superificies adhesivas de las cintas 45 y 47, mediante la
tira centdal 96 magnetizada permanentemente. Debe entenderse
que, si se desea, pueden proveerse medios automdticos para

alimentar los hilos sucesivamente en la ranura 82. Por ejem~
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plo, los hilos conductores 32 pueden ser almacenados en una

tolva y suministrados automdticamente desde ésta por cual-
quiera de una serie de medios conocidos.

Una vez que han sido colocados los hilos 32 en
las ranuras 82, se aplican las tiras de cinta 44 y 46 con
sus superficies adhesivas en contacto con las'superficies
adhesivas contiguas de las tiras 45 y 47. ZLas tiras 44 y
46 son aplicadas mediante rodillos de alimenfacién de
caucho 112 que oprimen firmemente las tiras 44 y 46 con-
tra las tiras 45 y 47 para proporcionar adherencia entre
las tiras. Se han provisto botones de ajuste 114 y 116
para ajustar la cantidad de presidén aplicada por los rodi-
llos 112.

La rueda de alimentacién 80 es accionada en sen-
tido a derechas por un motor de accionamiento eléctirco 108
¥y un sistema de accionamiento de graduacidn indicado esque-
médticamente en 110 que acciona a la rueda 80 a través del
4rbol 86 por pasos sucesivos, cada uno de los cuales hace gi-
rar a la rueda 80 aproximadamente seis grados. Cada paso

puede ser iniciado por el operario por medio de un interrup-

~tor de pedal u otro. El sistema de accionamiento de gradua-

cién 110 puede ser cualquiera de una serie de disposiciones
bien conocidas para proporcionar el accionamiento escalonado
descrito.

Tuego que se ha formado la correa transportadora de
hilo conductor y cinta en la estacidn de encintado, es enton-
ces alimentada sobre un rodillo loco 118 y mds alld de un
puesto de aplanamiento indicado en general en 120.

En el puesto de aplanamiento 120, 1la cinté pasa

sobre un miembro de guia 122 y luego a travéds de un conjunto
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de troquel de aplanamiento 124;‘b

Refiriéndonos ahora a las figuras 3 y 4 asi como
a la figura 2, el conjunto de troquel de aplanamiento 124_
inecluye un miembro de macho 126 y una placa percutora 128.
El miembro de macho 126 estd montado a deslizamicnto sobre
espigas 130 y 132 y es impulsado a separarse de la placa per—
cutora 128 por un par de resortes como los ilustrados en la
figura 3; Un conjunto de martillo 134 incluye un brazo de
palanca 136 que estd pivotado junto a un extremo a una estruc
tura de soporte 138. Una cabeza de acero semiesférica 140
estd asegurada al extremo de la palanca 136, Durante cada
movimiento escalonado de la rueda de alimentacidén 80 por el
sistema de accionamiento de orientacidn 110, el extremo iz~
quierdo del brazo de palanca 136 es elevado de manera que el
extremo derecho, al cual estd unida la cabeza 140, es depri-
mido a partir de la posicién ilustrada en contorno dé trazos
a la posicién representada en contorno de trazo lleno en la

figura 3. Con ello se empuja al miembro de macho 126 con-

tra la placa percutora 128 y se forman las dreas aplanadas

48~50 (véase la figura 1) en los hilos en uno de los grupos
de hilos. Ese procedimiento de aplanamiento se repite a ca-
da escaldén de accionamiento de orientacidn, aplandndose as{
un grupo de hilos por paso.

Refiriéndonos ahora a la figura 4, que es una vista
ampliada en seccidbn transversal de las superficies opuestas
del macho 126 y de la placa percutora 128, el macho 126 tie-
ne un par de aristas de fondo plano 142, E1 espaciamiento
entre esas aristas se hace igual al espaciamiento deseado
entre las 4dreas aplanadas en cada hilo conductor 32; La pla-

ca percutora 128 tiene una parte sustancialmente plana que
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estd indicada por la dimensién 144 en la fig&gé 4, Cuando se
oprime el macho 126 hacia abajo bajo la presidn de la cabeza de .
martillo 140, las aristas 142 forman las 4reas aplanadas en
los hilos. No obstante, excepto por lo que respecta a las

5 caracteristicas adicionales del nuevo conjunto de troquel
124; los extremos de los hilos conductores se doblardn ha-
cia arriba bajo la presién de aplanamiento, haciendo as{
simamente diffciles las Yltimas 0peraciones-de monta-
jee

10 Este Ultimo problema se resuelve dando a las par—
tes extremas 146 dé la placa percutora 128 una superficie in-

clinada hacia abajo y proporcionando dos aristas que se ex—-

lf_f tienden hacia abajo 148 del macho 126 frente a las regiones
,42} 146 de la placa percutora. Las superficies inferiores de
{?5; las aristas 148 se extienden por debajo de las superficies
iu.‘ inferiores de los nervios 142 y tienen una inclinacidn ge-
.$_ neralmente igual a la de las superficies inclinadas 146.
"1. Estas aristas tienden a doblar los hilos conductores ha-

cia atrds para compensar la tendencia de curvado hacia

20 arriba anteriormente descrita y mantener de este modo los
hilos rectos.Es de hacer notar que el conjutno de troquel 124
proporciona una superficie aplanada que estd prdéxima a un la-
do de cada hilo 32. Ello facilita la alimentacidn de los
hilos en subsiguientes operaciones del tratamiento, como se
25 describird con mayor detalle en lo que sigue:

Una vez que los hilos han sido aplanados, la cinta
pasa sobre un rodillo loco 150 que se enrolla -sobre el ca-~
rrete de almacenamiento 52. El carrete 52 eshccionado por
el sistema de accionamiento de la orientaciédn 110, pero es

30 accionado a través de un acoplamiento usual de “deslizamiento®

<
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con rozamiento, lo que evita dajlos a la cinta debidos a una
variacidn de didmetros del rollo de la cinta que estd siendo
enrollado en el carrete 52. El carrete 52 estd montado y
asegurado en posicién sobre un 4rbol 152 por medio.de una
arandela ranurada 154 que ajusta en una estria circunferencial
en el extremo del 4rbol 152 para retener el carrete 52 en su
posicibén. La arandela 154 es fécilmente separada para permi-
tir la separacién de un rollo terminado de cinta. Una vez
lleno el carrete 52, se corta la cinta, se retira el carrete com,
pleto y se coloca un carrete vacio sobre el 4drbol 152. Se une
el extremo libre de la cinta al carrete vacio y se reanuda el
procedimiento de encintado y aplanamiento;

Cuando se agotan los rollos de cinta, pueden afadir-
se fédcilmente nuevos rollos a los suministradores 102 y 104,
Para introducir la nueva cinta a través de la mdquina, pueden
usarse uno o mds trozos de cinta como "guiadores"; es decir,
pueden ser unidos al extremo de la nueva cinta péra tirar de
la nueva cinta a través de la mdgquina y enrollarla sobre el
carrete 52. De hecho, tal guiador puede ser unido al extremo
de cada longitud de cinta almacenada en un rollo 52 a fin de
facilitar su alimentacién a través de mdquinas sucesivas en
el sistema de fabricacidn.

La mdquina encintadora y aplenadora 34 actia muy
rédpidamente y es idealmente adecuada para la fabricacidn eﬁ
serie de dispositivos semiconductores de gran calidad a bajo
coste., Bs compacta y ficil de operar, y puede atender fdcil-
mente a los requisitos de diversas mdquinas de unidn y unidn
de dado.

Lsta solicitud, que corresponde a la presentads en

Estados Unidos de América el 8 de Julio de 1965, bajo el
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mimero 470.410, se¢ acoge a los beneficios del Articulo 51

del vigente Estatuto de Propiedad Industrial.

Los puntos de invenoién propia y nueva, que se pre-|
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Invencidn en Espafia, por VEINTE aﬁos; son los siguien~
tes:

1.- Aparato para emplear en la fabricacidn de dis=-
prositivos semiconductores, que comprende medios para guiar
una superficie adhesiva sensible a la presién de binta adhe~-
siva a contacto con componentes de dichos dispositivos seni-
conductores, medios para distanciar cada uno de dichos com~
ponentes entre si en una cantidad predeterminada, medios de
presidn para empujar cada uno de dichos componentes contra
dicha superficie sensible a la presidn, y medios para mover
dicha cinta longitudinalmente a través de dicho aparato.

2.~ Aparato como se reivindica en el punto 1, en
el cual los componentes del dispositivo semiconductor a
unirse a la cinta adhesiva son hilos conductores para los
dispositivos, ¥y los medios distanciadores estdn dispuestos
para disponer los hilos conductores en grupos igualmente

distanciados con los conductores de cada grupo también dis-

tanciados entre si.
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3.~ Aparato como se reivindic¢a en el punto 2,
que comprende una rueda de enplazamiento del conductor,
que tiene una pluralidad de grupos igualmente distanciados
de renuras axiales en su superficie circunfercncial, medios
de reparto primero y segundo para almacenar y repartir cin-
ta adhesiva sensible a la presién desde pares primero y se-
gundo de rollos de cinta espaciados lateralmente, estando
dichos primeros medios de reparto situados de tal modo que
repartan sus cintas a zonas espaciadas lateralmente de la
superficie de rueda con las superficies transportadoras de
adhesivo de dichas cintas mirando hacia afuera y estando
dichos medios segundos de reparto situados de modo que re-
partan cada una de sus cintas sobre una de las cintas re-
partidas sobre dicha rueda desde dichos primercs medios de
reparto, con las superficies transportadoras de adhesivo
de dichas cintas en contacto mutuo, medios de presién para
presionar dichas superficies adhesivas conjuntamente y ase-
gurar asi ambos extremos de los hilos conductores en dichas
ranuras en una construcciédn de emparedado de cinta adhesi-
va.

4 ,~ Aparato como se reivindica en el punto 3, que
incluye un rodete rccogedor para almacenar longitudes de

dicha estructura de hilo conductor con cinte montada y me-

~dios para conducir la rueda de colocacidn del conductor y

el rodete recogedor escalonadamente, siendo cada uno de
dichos escalones de longitud suficiente para mover la es-—
tructura de hilo conductor con cinta montada la distancia
aproximada entre grupos adyacentes de conductores en dicha
estructura de cinta.

5.~ Aparato como se reivindicae en el punto 4,
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nar cada vno de los hilos conductores con cinta montada en

al nmenos una posicién a lo largo de ellos y medios de mar-—
tillo para accionar dicho conjunto de matriz durante cada
uno de dichos escalones.

6.~ Aparato como se reivindica en el punto 5, en
el cual el conjunto de matriz de aplanamiento incluye una
estructura de punzén que tiene uno o mds nervios de fondo
plano que se extienden hacia afuera y dos bordes que se ex-
tienden hacia afuera mds alld de dicho nervio o nervios,
un borde sobre cada lado de dicho nervio o mervios, una pla-
ca de carréra que tiene una superficie de carrera plana,
siendo la anchura de dicha superficie de carrera plana in-
ferior a la separacidén entre dichos bordes, y medios para
soportar la placa de carrera y 1a‘estructura de punzdén de
modo que se muevan aproximdndose y alejdndose entre si con
la superficie de carrera plana estando posicionada para
ajustarse entre los bordes, cuando el nervio o nervios sean
llevados a contacto con la superficie de carrera.

7.~ Aparato como se reivindica en los puntos 5 6
6, en el cual el conjunto de matriz de aplanamiento estd
destinado a aplanar cada uno de los hilos conductores con
cinta montada en dos posiciones distanciadas longitudinal-
mente y la estructura de punzén tiene dos de los nervios
paralelos para disponerse a tope distanciados entre si, y
en el cual los medios de muelle en &1 llevan normalmente
la placa de carrera lejos de los medios de punzén y los me-
dios de martillo aplican periodicamente una fuerza que mue-
ve.la placa de carrera y el punzén una hacia el otro.

8.— Aparato como se reivindica en los puntos 1

6 2, en el cual los medios distanciadores comprenden una

- 18 =
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ductor uno con respecto al otro sobre la cinta, teniendo

dicha rueda una pluralidad de cavidades distrabuidas circun-

ferencialmente para sujetar dichos componentes, estando la

distancis entre dichas cavidades de acuerdo con la distan-
cia deseada entre cavidades sucesivas de los componentes
sobre la cinta. |

9.~ Aparato como se reivindica en el punto 8, en
el cual dichas cavidades estdn constituidas por ranuras
que se extienden axialmente en la superficie circunferen—
cial de la rueda para recibir los hilos conductores de los
dispositivos semiconductores, siendo el ‘tamafio de cada una
de dichas ranuras suficiente para recibir uno de los hilos
conductores, y estando la disteancia entre dichas ranuras
de acuerdo con la distancia deseada entre dichos conducto-
res.

10.- Aparato como se reivindica en cualquiera de
los puntos precedentes 3 a 8, en el cual la rueda tiene
depresiones circunferenciales de fondo plano primera y se-
gunda, estando cada una de ellas en un extremo axial de la
superficie circunferencial de la rueda, y otra depresidn
circunferencial entre dichas depresiones primera'y segunda,

teniendo dicha otra depresidn un miembro magnético perma-

nente en forma de gancho unido a ella, siendo la superfi-

-cie méds exterior de dicho miembro magnético sustancialmente

plana y estando situada de modo que soporte los hilos con-
ductores y otros componentes en las ranuras o cavidades.

11.- Aparato para emplear en la fabricacidn de
dispositivos semiconductores.

Tal y como se ha descrito en la liemoria que ante-
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cede y para los fines que se han especificado.

Ista liemoria consta de veinte hojas escritas a mid-

quina por una sola cara.

Jadrid, < )

. Bk~
P. A.
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